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摘 要

為了解決產品變異頻繁下零件增殖造成的問題，透過模組化的方式，讓設計者、生產者乃至於使用者擁有較大的彈性，以

提升創新效率。擺脫以往憑藉著對產品知識經驗，以主觀的方式決定組裝網路圖上零件組合的先後順序。 本研究透

過Das[4]所提出的因素評分標準，針對組裝上的工程特性加以評比，形成零件關係矩陣，並利用距離公式將不同度量單位

的工程資訊加以合併，最終以最小展開樹(MinimalSpanning Tree)演算法的執行，形成組裝網路關係圖，提供設計初期之先

行圖參考。 當零件的組合關係確定後，組裝網路也隨之固定；進一步地，透過基礎元件(Base Part)的選擇，作為模組分群

的基準；當群組個數經由基礎元件選定後，分群即告完成，並藉由質量中心與相對距離的觀點來評估模組間的差異顯著性

。 本研究以零件間組合關係為考量，改良Das 的評分標準，針對一般性產品(如：釘書機、隨身聽)，擬定評分標準；並利

用距離關係來表示零件組合關係上的差異性；再者，利用距離遠近分別由重新使用(Reuse)、重新設計(Redesign)及零件合

併(Merge)的觀點，來探究零件間的組合關係及可變的情形。
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